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요약

    
폴리싱 패드 및 슬러리를 사용하여 기판을 연마하는 방법 및 장치가 개시되어 있다. 상기 기판은 폴리싱 패드의 표면 돌
기와 슬러리에 포함된 연마 입자에 의한 기계적 제거 작용 및 슬러리에 포함되는 화학 물질에 의한 화학적 제거 작용으
로 연마된다. 이때, 폴리싱 패드 표면에 세정액을 수직 낙하시켜 상기 연마에 의해 발생하는 오염 물질 및 상기 연마에 
사용된 슬러리를 제거한다. 여기서, 상기 세정액은 수직 낙하되기 때문에 리바운딩되지 않고, 폴리싱 패드 표면을 따라 
흘러 내린다.
    

대표도
도 6

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 반도체 제조에 사용되는 연마 장치를 나타내는 구성도이다.

도 2는 종래의 연마 장치에 설치되는 세정 부재를 설명하기 위한 개략적인 측면도이다.
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도 3은 도 2의 세정 부재를 사용한 탈이온수의 분사를 설명하기 위한 개략적인 도면이다.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 기판의 연마 장치를 설명하기 위한 사시도이다.

도 5는 도 4에 설치되는 폴리싱 패드를 나타내는 사시도이다.

도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 기판의 연마 장치에 설치되는 세정 부재를 나타내는 개략적인 측단면도이다.

도 7은 도 6의 세정 부재를 나타내는 사시도이다.

도 8은 도 6의 세정 부재에 설치되는 슬러리 제공 부재의 다른 형태를 나타내는 개략적인 측면도이다.

도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 세정액의 제공 형태를 설명하기 위한 개략적인 도면이다.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 *

40 : 연마 장치 400 : 폴리싱 스테이션

410 : 폴리싱 해드 420 : 캐리어 해드

430 : 기판 440, 450 : 회전 부재

460 : 플레튼 500 : 세정 부재

510 : 홀 520 : 나사

530 : 슬러리 제공 부재

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 기판의 연마 방법 및 연마 장치에 관한 것으로서, 폴리싱 패드(polishing pad) 및 슬러리(slurry)를 사용하
여 기판을 연마하는 방법 및 장치에 관한 것이다.

근래에 컴퓨터와 같은 정보 매체의 급속한 보급에 따라 반도체 장치도 비약적으로 발전하고 있다. 그 기능 면에 있어서, 
상기 반도체 장치는 고속으로 동작하는 동시에 대용량의 저장 능력을 가질 것이 요구된다. 이러한 요구에 부응하여 상
기 반도체 장치는 집적도, 신뢰도 및 응답 속도 등을 향상시키는 방향으로 제조 기술이 발전되고 있다.

상기 집적도 향상을 위한 제조 기술의 일 예로 1980년대에 개발된 씨엠피(CMP)가 있다. 상기 씨엠피는 기판 상에 형
성한 막들의 표면을 연마하여 상기 막들의 표면을 평탄화시키는 연마 기술이다.

상기 연마 기술에 대한 일 예는 미합중국 특허 5,709,593호(issued to Guthrie et al.) 및 6,051,499호(issued to 
Tolles et al.) 등에 개시되어 있다.

도 1은 연마 장치를 사용하여 기판(10) 표면을 연마하는 상태를 나타낸다.
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도 1를 참조하여 기판(10) 표면의 연마를 살펴보면 다음과 같다. 기판(10)은 회전 및 요동(oscillation)이 동시에 가
능한 캐리어 해드(12)에 파지된다. 그리고, 기판(12)은 플레튼(platen)(13)에 설치되고, 회전 가능한 폴리싱 패드(1
4)와 접촉하고, 폴리싱 패드(14)에 분사되는 슬러리(16)에 의해 연마된다. 이때, 기판(10)은 폴리싱 패드(14)의 표
면 돌기와 슬러리(16)에 포함된 연마 입자에 의한 기계적 제거 작용 및 슬러리(16)에 포함되는 화학 물질에 의한 화학
적 제거 작용으로 연마된다.
    

상기 연마에서는 상기 연마에 의해 발생하는 파티클 및 상기 연마에 사용된 슬러리가 폴리싱 패드 상에 잔존한다. 기판
을 연마할 때 상기 파티클 및 슬러리가 폴리싱 패드 상에 잔존할 경우 불량 소스로 작용한다. 따라서, 상기 연마에서는 
상기 연마를 수행하는 도중에 상기 파티클 및 슬러리를 제거한다.

도 2는 종래의 연마 장치에 설치되는 세정 부재(20)이다.

도 2를 참조하면, 세정 부재(20)는 암(arm) 형태이고, 폴리싱 패드(22)에 탈이온수(30)를 분사하는 노즐(21, 22, 2
3, 24, 25)을 포함한다. 그리고, 폴리싱 패드(22)에 슬러리(32)를 제공하는 슬러리 제공 부재(40)가 설치되어 있다. 
슬러리 제공 부재(40)는 세정 부재(20)에 설치되고, 출구(34)는 세정 부재(20)의 단부에 위치한다.

    
슬러리 제공 부재(40)는 다양한 형태를 갖는다. 예를 들어, 미합중국 특허 제5,928,062호(issued to Miller et al.)에 
의하면, 다수개의 출구를 갖고, 상기 출구를 통하여 슬러리를 제공하는 형태로 갖는다. 상기 다수개의 출구는 노즐 또는 
홀 등의 형태를 갖는다. 상기 노즐은 슬러리를 분사시키는 구성을 갖고, 상기 홀은 슬러리를 떨어뜨리는(drop) 구성을 
갖는다. 그리고, 일본국 특개평 5-343375호에 의하면, 폴리싱 패드 자체에 슬러리를 제공하는 부재가 설치되고, 상기 
부재를 통하여 슬러리를 제공하는 형태를 갖는다.
    

    
세정 부재(20)는 상기 연마를 수행할 때 노즐(21, 22, 23, 24, 25)을 통하여 탈이온수(30)를 분사한다. 이에 따라, 
폴리싱 패드(22)에 잔존하는 상기 파티클 및 슬러리가 제거된다. 즉, 세정 부재(20)를 사용하여 상기 파티클 및 슬러
리를 제거시키는 것으로서, 폴리싱 패드(22)에 분사되는 탈이온수(30)가 상기 파티클 및 슬러리를 가지고 폴리싱 패
드(22) 아래로 흘러내리기 때문에 상기 파티클 및 슬러리를 제거시킬 수 있다. 그리고, 세정 부재(20)는 상기 파티클 
및 슬러리의 제거 뿐만 아니라 상기 연마를 종료한 다음에도 탈이온수(30)를 계속적으로 제공함으로서 폴리싱 패드(2
2) 표면을 세정하는 기능을 갖는다.
    

도 3은 세정 부재(20)를 사용하여 폴리싱 패드(22)에 탈이온수(30)를 분사하는 상태를 나타낸다.

    
도 3을 참조하면, 폴리싱 패드(22)에 제공되는 탈이온수(30)는 폴리싱 패드(22) 표면으로부터 리바운딩(reboundin
g)(30a)된다. 이는, 탈이온수(30)가 노즐(21)을 통하여 압력을 갖고 분사되기 때문이다. 그리고, 탈이온수(30)가 리
바운딩(30a)될 때 폴리싱 패드(22)에 잔존하는 슬러리도 함께 리바운딩(30a)된다. 슬러리가 리바운딩(30a)되는 범
위는 세정 부재(20) 자체 뿐만 아니라 연마 장치에 설치되는 구성 부재 모두를 포함한다. 그러나, 리바운딩(30a)된 슬
러리는 고화(stack)되고, 상기 연마를 수행할 때 불량 소스로 작용한다. 특히, 상기 연마 장치의 구성 부재 내부로 리바
운딩되는 슬러리는 세정이 용이하지 않기 때문에 지속적인 불량 소스로 작용한다. 이는, 리바운딩(30a)된 슬러리가 고
화된 상태에서 폴리싱 패드(22) 표면으로 유입되기 때문이다. 이에 따라, 상기 연마를 수행할 때 폴리싱 패드(22) 표
면으로 유입된 슬러리는 파티클로 작용하고, 기판 표면을 스크레치(scratch)시킨다.
    

이와 같이, 상기 탈이온수의 리바운딩에 의해 함께 리바운딩된 슬러리는 파티클 및 불량 소스로 작용한다. 때문에, 상기 
연마를 수행할 때 불량이 빈번하게 발생한다. 그리고, 상기 불량은 반도체 장치의 신뢰도를 저하시키는 문제점으로 지
적된다.
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    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 제1목적은, 기판 표면을 연마할 때 폴리싱 패드에 제공되는 세정액이 리바운딩되는 것을 최소화하기 위한 기
판의 연마 방법을 제공하는 데 있다.

본 발명의 제2목적은, 기판 표면을 연마할 때 폴리싱 패드에 제공되는 세정액이 리바운딩되는 것을 최소화하기 위한 기
판의 연마 장치를 제공하는 데 있다.

    발명의 구성 및 작용

상기 제1목적을 달성하기 위한 본 발명의 기판의 연마 방법은, 기판을 회전시키는 단계와, 폴리싱 패드를 회전시키는 
단계와, 상기 폴리싱 패드에 상기 기판을 접촉시키고, 상기 폴리싱 패드에 슬러리를 제공하여 상기 기판 표면을 연마하
는 단계와, 상기 기판 표면을 연마할 때 상기 폴리싱 패드에 제공되는 세정액이 리바운딩되는 것을 억제할 수 있도록 상
기 폴리싱 패드 표면에 상기 세정액을 수직 낙하시켜 상기 연마에 의해 발생하는 오염 물질을 제거하는 단계를 포함한
다.

상기 세정액으로서는 탈이온수를 사용하고, 상기 세정액은 다수의 물줄기 형태로 수직 낙하되고, 상기 다수의 물줄기 
형태는 일정한 간격을 갖는다.

    
상기 제2목적을 달성하기 위한 본 발명의 기판의 연마 장치는, 폴리싱 스테이션과, 상기 폴리싱 스테이션에 설치되고, 
기판과 접촉하여 상기 기판 표면을 연마하기 위한 폴리싱 패드와, 상기 폴리싱 패드가 위치하는 폴리싱 스테이션의 일
측에 설치되고, 적어도 하나의 홀들이 형성되고, 상기 폴리싱 패드에 제공되는 세정액이 리바운딩되는 것을 억제할 수 
있도록 상기 홀들을 통하여 상기 폴리싱 패드 표면에 세정액을 수직 낙하시켜 상기 기판 표면을 연마할 때 상기 연마에 
의해 발생되는 오염 물질을 제거하기 위한 세정 부재를 포함한다.
    

상기 세정액으로서는 탈이온수를 사용한다.

이와 같이, 상기 세정액을 홀들을 통하여 수직 낙하시킴으로서, 상기 세정액이 리바운딩되는 범위를 최소화할 수 있다. 
즉, 상기 세정액의 리바운딩을 최소화할 수 있다. 때문에, 상기 세정액의 리바운딩으로 인한 상기 슬러리의 리바운딩 또
한 최소화할 수 있다. 따라서, 상기 리바운딩된 슬러리로 인한 파티클 및 불량 소스의 발생을 최소화할 수 있다.

이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부한 도면에 따라서 더욱 상세히 설명하기로 한다.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 기판의 연마 장치(40)를 나타낸다.

도 4를 참조하면, 연마 장치(40)는 기판(430)과 접촉하여 기판(430) 표면을 연마하는 폴리싱 패드(410)가 설치되는 
폴리싱 스테이션(400)을 포함한다.

도 5는 도 4에 설치되는 폴리싱 패드(410)를 회전시키는 회전 부재(450)를 나타낸다.

도 5를 참조하면, 폴리싱 패드(410)는 폴리싱 패드(410)를 회전시키기 위한 회전 부재(450)와 연결된다. 이는, 기판
(430) 표면을 연마할 때 폴리싱 패드(410)가 회전하는 공정 조건을 갖기 때문이다. 그리고, 폴리싱 패드(410)는 플레
튼(460)에 부착되는 구성을 갖고, 회전 부재(450)는 모터를 포함한다.

    
연마 장치(40)는 기판(430)을 파지하는 캐리어 해드(420)를 포함한다. 캐리어 해드(420)는 기판(430) 이면을 진공
으로 흡착하고, 폴리싱 해드(410)에 대하여 상,하로 구동하고, 기판(430)을 폴리싱 해드(410)에 접촉시킨다. 그리고, 
기판(430) 표면을 연마할 때 캐리어 해드(420)는 회전 및 좌,우로 요동(oscillation)한다. 따라서, 캐리어 해드(420)

 - 4 -



공개특허 특2002-0075582

 
는 캐리어 해드(420)를 회전시키기 위한 회전 부재(440)와 연결된다. 캐리어 해드(420)와 연결되는 회전 부재(440)
는 모터를 포함한다.
    

연마 장치(40)는 패드 컨디셔닝(pad conditioning)(도시되지 않음)을 포함한다. 상기 패드 컨디셔닝을 상기 연마를 
수행할 때 폴리싱 패드(410) 표면을 드레싱(dressing)한다. 이는, 폴리싱 패드(410)가 기판(430)과 접촉하는 부재
로서, 폴리싱 패드(410) 표면이 마모될 경우 기판(430)을 손상시키는 원인으로 작용하기 때문에 상기 패드 컨디셔닝
을 사용하여 상기 연마를 수행할 때 폴리싱 패드(410) 표면을 드레싱한다.

연마 장치(40)는 기판(430)을 연마할 때 폴리싱 패드(410)에 세정액을 제공하는 세정 부재(500)를 포함한다. 상기 
세정액은 탈이온수를 포함한다.

도 6 및 도 7은 도 4에 설치되는 세정 부재(500)를 나타낸다.

    
도 6 및 도 7를 참조하면, 세정 부재(500)는 폴리싱 패드(410)에 탈이온수(515)를 제공하기 위한 홀(510)들을 갖는
다. 이때, 세정 부재(500)는 6개 이상의 홀(510)들을 갖는데, 바람직하게는 10개 이상의 홀(510)들을 갖는다. 이는, 
폴리싱 패드(410)에 균일하게 탈이온수(515)를 제공하기 위함이다. 그리고, 홀(510)들은 2mm 정도의 직경을 갖도
록 형성된다. 또한, 세정 부재(500)의 단부에도 폴리싱 패드(410)에 탈이온수(515)를 제공하는 출구(510a)를 갖는
다. 따라서, 폴리싱 패드(410)의 중심 부위까지 탈이온수(515)를 제공할 수 있다. 그리고, 세정 부재(500)는 나사(5
20) 결합에 의해 폴리싱 스테이션(400)의 일측에 설치된다. 따라서, 세정 부재(500)는 분리 및 결합이 가능하고, 높
이 조절이 가능하다. 때문에, 세정 부재(500)는 폴리싱 패드(410) 표면으로부터 20mm 이상의 높이에서 탈이온수(5
15)를 제공할 수 있도록 설치할 수 있다.
    

    
따라서, 세정 부재(500)는 상기 연마를 수행할 때 홀(510)들을 통하여 폴리싱 패드(410)에 탈이온수(515)를 제공한
다. 이는, 상기 연마에 의해 발생하는 파티클 및 상기 연마에 사용된 슬러리가 불량 소스로 작용하기 때문이다. 이에 따
라, 탈이온수(515)를 제공하여 상기 연마를 수행하는 도중에 상기 파티클 및 슬러리를 제거한다. 즉, 폴리싱 패드(41
0)에 제공되는 탈이온수(515)가 상기 파티클 및 슬러리를 가지고 폴리싱 패드(410) 아래로 흘러내리기 때문에 상기 
파티클 및 슬러리를 제거시킬 수 있다. 이때, 폴리싱 패드(410) 표면으로부터 20mm 이상의 높이에 세정 부재(500)가 
설치되기 때문에 세정 부재(500)가 설치된 부위에서도 탈이온수(515)가 용이하게 흘러내릴 수 있다.
    

연마 장치(40)는 폴리싱 패드(410)에 슬러리(538)를 제공하는 슬러리 제공 부재(530)를 포함한다. 슬러리 제공 부
재(530)는 세정 부재(500)에 설치되고, 출구(535)는 세정 부재(500)의 단부에 위치한다.

그리고, 슬러리 제공 부재는 다수개의 출구를 갖는 형태로 설치될 수도 있다.

도 8은 슬러리 제공 부재의 설치 형태를 나타낸다. 도 8를 참조하면, 슬러리 제공 부재는 그 출구가 세정 부재의 측부에 
설치되는 형태를 갖는다. 이에 따라, 폴리싱 패드에 슬러리가 제공되는 위치가 달라진다.

상기 구성을 갖는 연마 장치(40)를 사용하는 기판(430)을 연마하는 방법은 다음과 같다.

    
먼저, 기판(430)을 파지한 캐리어 해드(420)를 회전시킨다. 그리고, 폴리싱 패드(410)를 회전시킨다. 이어서, 캐리어 
해드(420)를 구동시켜 폴리싱 패드(410)에 기판(430)을 접촉시킨다. 따라서, 기판(430) 표면이 연마된다. 이때. 폴
리싱 패드(410)에는 슬러리(538)가 제공된다. 따라서, 기판(430)은 폴리싱 패드(410)의 표면 돌기와 슬러리(538)
에 포함된 연마 입자에 의한 기계적 제거 작용 및 슬러리(538)에 포함되는 화학 물질에 의한 화학적 제거 작용으로 연
마된다.
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그리고, 세정 부재(500)의 홀(510)들을 통하여 탈이온수(515)가 제공된다. 이는, 폴리싱 패드(410)에 잔존하는 파티
클 및 슬러리를 제거하기 위함이다.

도 8은 도 4에 설치되는 세정 부재(500)를 사용하여 탈이온수(515)를 제공하는 상태를 나타낸다.

도 8를 참조하면, 탈이온수(515)는 폴리싱 패드(410) 표면에 수직 낙하(falling)된다. 때문에, 폴리싱 패드(410)에 
제공되는 탈이온수(515)는 리바운딩되지 않고, 폴리싱 패드(410) 표면을 따라 흘러내린다. 특히, 다수개의 홀(510)
들을 통하여 수직 낙하시키기 때문에 탈이온수(515)는 다수의 물줄기 형태를 갖는다. 그리고, 다수개의 홀(510)들이 
균일한 간격으로 형성되기 때문에 상기 다수의 물줄기 또한 균일한 간격을 갖는다.

세정 부재(500)의 홀(510)들을 통하여 탈이온수(515)를 수직 낙하시킴으로서, 폴리싱 패드(410)에 제공되는 탈이온
수(515)의 리바운딩을 최소화할 수 있다. 따라서, 탈이온수(515)와 함께 리바운딩되는 슬러리를 최소화할 수 있다. 이
에 따라, 리바운딩된 슬러리가 파티클 및 불량 소스로 작용하는 것을 최소화할 수 있다.

    
실제로, 탈이온수를 노즐을 통하여 분사하였을 때 연마 장치 내부 및 세정 부재 상단에 잔류하는 파티클의 개수와 탈이
온수를 홀들을 통하여 수직 낙하하였을 때 연마 장치 내부 및 세정 부재 상단에 잔류하는 파티클의 개수를 비교한 결과, 
홀들을 통하여 수직 낙하시켰을 때 파티클의 개수가 80% 이상 감소하는 것을 확인할 수 있었다. 그리고, 확인 결과는 
표 1 및 표 2에 개시되어 있다. 표 1은 연마 장치 내부에서의 확인 결과이고, 표 2는 세정 부재의 20cm 상단에서의 확
인 결과이다.
    

[표 1]
    노즐을 통한 분사 홀들을 통한 자유 낙하
측정 회수파티클 크기(㎛) 1회 2회 1회 2회
0.1 283,377개 327,019개 50,163개 58,240개
0.2 139,920개 225,494개 17,080개 25,637개
0.3 10,112개 53,411개 7,129개 9,162개
0.5 2,902개 22,530개 2,017개 2,450개
0.7 1,708개 14,174개 1,257개 1,336개
1.0 685개 6,564개 664개 660개

표 1에서의 파티클은 레이저 파티클 계수기를 사용하여 1분간 측정한 결과이다. 표 1에 의하면, 파티클 개수가 종래에 
비해 약 84% 감소하는 것을 확인할 수 있다. 따라서, 탈이온수를 수직 낙하시킴으로서, 슬러리의 리바운딩으로 인하여 
발생하는 파티클이 감소하는 것을 확인할 수 있다.
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[표 2]
    노즐을 통한 분사 홀들을 통한 자유 낙하
측정 회수파티클 크기(㎛) 1회 2회 1회 2회
0.1 377,199개 354,827개 88,358개 93,578개
0.2 252,043개 217,593개 25,308개 18,207개
0.3 55,610개 46,617개 10,784개 7,894개
0.5 26,560개 20,016개 3,352개 1,855개
0.7 17,606개 12,856개 2,002개 1,302개
1.0 8250개 6,132개 1,038개 759개

표 1에서의 파티클은 레이저 파티클 계수기를 사용하여 1분간 측정한 결과이다. 표 1에 의하면, 파티클 개수가 종래에 
비해 약 82% 감소하는 것을 확인할 수 있다. 따라서, 탈이온수를 수직 낙하시킴으로서, 슬러리의 리바운딩으로 인하여 
발생하는 파티클이 감소하는 것을 확인할 수 있다.

    
그리고, 상기 연마를 종료한 다음 1 내지 5초 동안 계속적으로 탈이온수를 수직 낙하시켜 폴리싱 패드 표면을 세정한다. 
또한, 슬러리 제공 부재의 위치를 폴리싱 패드의 중심 부위가 아닌 중심 부위에서 벗어난 부위에 제공함으로서, 세정 효
율의 향상을 꾀할 수 있다. 이에 따라, 폴리싱 패드의 연마 효율을 향상시킬 수 있다. 상기 연마 효율의 향상은 연마가 
이루어진 기판 표면의 균일도가 향상된다. 실제로, 종래의 세정 부재를 사용하여 기판을 연마하였을 경우와 실시예의 
세정 부재를 사용하여 기판을 연마하였을 경우 기판 표면 전체 부위의 편차가 173.5Å 정도 감소하는 것을 확인할 수 
있었다. 즉, 기판 표면 전체 부위의 편차가 종래의 경우에는 652.6Å 정도로 측정되고, 실시예의 경우에는 479Å 정도
로 측정된다.
    

이와 같이, 세정을 위한 탈이온수를 수직 낙하 방식으로 폴리싱 패드에 제공함으로서, 탈이온수가 리바운딩되는 것을 
최소화할 수 있다. 이는, 탈이온수와 함께 리바운딩되는 슬러리를 최소화할 수 있다. 따라서, 리바운딩된 슬러리가 고화
됨으로서 발생하는 파티클 및 불량 소스를 최소화할 수 있다.

그리고, 세정 부재를 나사를 사용하여 분리 및 결합시킬 수 있기 때문에 세정 부재의 유지 보수를 용이하게 수행할 수 
있다. 즉, 세정 부재를 분리시켜 별도의 유지 보수를 수행할 수 있기 때문이다. 실제로, 1시간 이상 소요되는 유지 보수
를 30분 이내로 줄일 수 있었다.

    발명의 효과

이와 같이, 본 발명에 의하면, 폴리싱 패드 상에 존재하는 파티클 및 슬러리를 제거하기 위하여 연마를 수행할 때 탈이
온수를 수직 낙하시킴으로서, 상기 탈이온수의 리바운딩을 최소화할 수 있고, 이를 통하여 슬러리의 리바운딩을 최소화
할 수 있다. 또한, 탈이온수가 리바딩운딩되는 범위도 최소화할 수 있다.

따라서, 리바운딩된 슬러리에 기인한 불량 발생을 최소화할 수 있다. 때문에, 반도체 장치의 제조에 따른 신뢰도가 향상
되는 효과를 기대할 수 있다.

그리고, 세정 부재 및 연마 장치의 유지 보수를 용이하게 수행할 수 있기 때문에 이를 통한 연마 효율의 향상을 기대할 
수 있다.

상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구
의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 
있음을 이해할 수 있을 것이다.

(57) 청구의 범위
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청구항 1.

기판을 회전시키는 단계;

폴리싱 패드를 회전시키는 단계;

상기 폴리싱 패드에 상기 기판을 접촉시키고, 상기 폴리싱 패드에 슬러리를 제공하여 상기 기판 표면을 연마하는 단계
; 및

상기 기판 표면을 연마할 때 상기 폴리싱 패드에 제공되는 세정액이 리바운딩되는 것을 억제할 수 있도록 상기 폴리싱 
패드 표면에 상기 세정액을 수직 낙하시켜 상기 연마에 의해 발생하는 오염 물질을 제거하는 단계를 포함하는 것을 특
징으로 하는 기판의 연마 방법.

청구항 2.

제1항에 있어서, 상기 기판 표면을 연마한 다음 1 내지 5초 동안 상기 폴리싱 패드 표면에 상기 세정액을 수직 낙하시
켜 상기 폴리싱 패드에 남아있는 슬러리 및 상기 연마에 의해 발생하는 오염 물질을 제거하는 단계를 더 포함하는 것을 
특징으로 하는 기판의 연마 방법.

청구항 3.

제1항에 있어서, 상기 세정액으로서는 탈이온수를 사용하는 것을 특징으로 하는 기판의 연마 방법.

청구항 4.

제1항에 있어서, 상기 세정액은 다수의 물줄기 형태로 수직 낙하되고, 상기 다수의 물줄기 형태는 일정한 간격을 갖는 
것을 특징으로 하는 기판의 연마 방법.

청구항 5.

제1항에 있어서, 상기 세정액은 상기 폴리싱 패드 표면으로부터 20mm 내지 40mm 위쪽에서 수직 낙하되는 것을 특징
으로 하는 기판의 연마 방법.

청구항 6.

폴리싱 스테이션;

상기 폴리싱 스테이션에 설치되고, 기판과 접촉하여 상기 기판 표면을 연마하기 위한 폴리싱 패드; 및

상기 폴리싱 패드가 위치하는 폴리싱 스테이션의 일측에 설치되고, 적어도 하나의 홀들이 형성되고, 상기 폴리싱 패드
에 제공되는 세정액이 리바운딩되는 것을 억제할 수 있도록 상기 홀들을 통하여 상기 폴리싱 패드 표면에 세정액을 수
직 낙하시켜 상기 기판 표면을 연마할 때 상기 연마에 의해 발생되는 오염 물질을 제거하기 위한 세정 부재를 포함하는 
것을 특징으로 하는 기판의 연마 장치.

청구항 7.

제6항에 있어서, 상기 연마 장치는 상기 기판 이면을 진공으로 흡착하고, 상기 폴리싱 해드에 대하여 상,하로 구동하여 
상기 기판을 상기 폴리싱 패드에 접촉시키는 캐리어 해드를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 기판의 연마 장치.

청구항 8.
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제7항에 있어서, 상기 연마 장치는 상기 캐리어 해드와 연결되고, 상기 캐리어 해드를 회전시키는 제1회전 부재를 더 
포함하는 것을 특징으로 하는 기판의 연마 장치.

청구항 9.

제6항에 있어서, 상기 연마 장치는 상기 폴리싱 패드와 연결되고, 상기 폴리싱 패드를 회전시키는 제2회전 부재를 더 
포함하는 것을 특징으로 하는 기판의 연마 장치.

청구항 10.

제6항에 있어서, 상기 연마 장치는 상기 기판을 연마할 때 상기 폴리싱 패드에 슬러리를 제공하는 슬러리 제공 부재를 
더 포함하는 것을 특징으로 하는 기판의 연마 장치.

청구항 11.

제10항에 있어서, 상기 슬러리 제공 부재는 상기 슬러리를 제공하는 출구가 상기 세정 부재의 단부에 설치되는 것을 특
징으로 하는 기판의 연마 장치.

청구항 12.

제10항에 있어서, 상기 슬러리 제공 부재는 상기 슬러리를 제공하는 출구가 상기 세정 부재의 측부에 설치되는 것을 특
징으로 하는 기판의 연마 장치.

청구항 13.

제6항에 있어서, 상기 세정 부재에 형성되는 홀들은 일정한 간격으로 6개 이상을 형성하는 것을 특징으로 하는 기판의 
연마 장치.

청구항 14.

제6항에 있어서, 상기 세정 부재에 형성되는 홀들은 1.5 내지 2.5mm의 직경을 갖도록 형성하는 것을 특징으로 하는 
기판의 연마 장치.

청구항 15.

제6항에 있어서, 상기 세정 부재는 상기 상기 폴리싱 패드 표면으로부터 20mm 내지 40mm 위쪽에서 상기 세정액을 
수직 낙하시키도록 설치되는 것을 특징으로 하는 기판의 연마 장치.

청구항 16.

제6항에 있어서, 상기 세정 부재는 분리 및 결합이 가능한 나사 채결에 의해 상기 폴리싱 스테이션에 설치되는 것을 특
징으로 하는 기판의 연마 장치.

청구항 17.

제6항에 있어서, 상기 세정 부재는 단부에 상기 세정액을 수직 낙하시키는 출구를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 기
판의 연마 장치.

청구항 18.
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제6항에 있어서, 상기 폴리싱 패드에 수직 낙하시키는 세정액으로서는 탈이온수를 사용하는 것을 특징으로 하는 기판의 
연마 장치.

도면
도면 1

도면 2
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